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The glass-ceramic hotplate incorporates an electric heating element. On 
the hotplate underside (3) is deposited a metal film (4), covered by an 
insulating layer (5) separating it from the electric heating element (6), 
with the metal film earthed. The metal film material is so chosen as to 
have its heat expansion coefficient equal or higher than that of the 
adjacent insulating layer. 

The metal film may be vapour deposited or sprayed. The hotplate 
design provides increased safety and high voltage strength even at 
elevated temperatures, e.g. up to 700 degrees C. 
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Kochplatte aus Glaskeramik 

ekSmSSS£ ^JS. a 7 d " Scha k"" 9 einer 

Antorderungen 525^ ltaTS?! die vor 9eschriebenen 
spannunoSof, ?. des Ableitstromes und der Hoch- 
S^SSVSf^!^ efh6h,er T«nperauir vol. und 
(2) eine ««^ a c Unlerscte (3) der Glaskeramik-Platte 
solfe«chS«f Che S< ?" cht (4) au'Sebracht. die durch eine 

» eeraei "St. (3t 05 065) 
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Patentanspriiche 



.ehJ3 f 6 Glask "a n ik, die von eineu elektri- 

n.t !' R K !° bPlat:1:e na ° h toS » ruch 1 > ^toch gekennzeich- 
net, daB d le netallisohe Schicht O) geerdet 1st. 

zeictaet^aaf !! t % naC " AES5r ' Jch 1 2. ^adurch gekenn- 

SevaWt Lt „ ■•*- 1 "»«'>» "chlcht (4) ein Werkstoff 

eewahlt xst, dessen Varrceausdehnungskoeffizient CoC) E lei c h 
Oder zumindest ei-SBe- =i= ^ ,,- <• «w gJ-eicn 

der benachbarten Isolierscbicht (5). 
*• K °<=liplatte naoh taspruch 1 oder einem der folsenden 

LI ^ f sek r nzeiohnet ' daB die Schick «T£ 

Aufdampf- oder » Spritzverfahren aufgebracht ist. 
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Kochplatte aus Glaskeranik 



Die Srfindung betrirft eine Kochpiatte aus C-Iaskera^k 
-i. von ei.,e» el ekt ri scnen Hei 2e : eme nt behest vi^ 

tatux von ca noo°r • Errel <=he« eiuer Platten-Te-pe- 

"csplat.en die elektrlsche Leitrahigkeit zu well a.r 
Glaskeramik-VideT-=t-=„,i _•. . ' der 

ratur sehr ras tl T Stei ^ndar Platten-Tempe- 

«-u- senr rasch abnimnrfc. Die Folere dsvnn , n * 

bestimmten Kor^i ' « • eo - L S e davon xst, daB ab einer 

platten dir ein^hi- • eDperat;Ur s °lche Glaskef amik-Koch- 
una Hocbspannun^es^keit „ icht l^"^"'- 

Hansen h L^S^.- 1 ^ t ^'^-^«'--- — 

70O°c geh auch hex erhohter Teaperatur, die bis etva 

^ gehen kann, voll una ganz erfUllt. 
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Die erfindungsgemafle Lcsung dieser Aufgabe ist dem kenn- 
zeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 zu entnehmen. 

ZweckmaBige weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind in 
den Unteranspriicken angegeben. 

Durch den vorgeschlagenen Glaskeramik-Kochplatten-Aufbau 
ergibt sich vor allem eine kompakte bzw. integrierte Koch- 
platte, die sich durch eine besonders hohe Hochspannungs- 
festigkeit im gesamten Betriebstemperaturen-Bereich. aus- 
zeichnet und damit die VDE-Anf orderungen hinsichtlich der 
Betriebssicherheit vor alien auch bei hoheren Betriebstem- 
peraruren voll und ganz erfiillt. 

Ein Ausftihrungsbei spiel der Erfindung ist in der Zeichnung 
dargestellt und wire an Hand dieser nachfoleend naher be- 

* mm 

schrieben. Die Zeichnung zeigt eine Glaskera.mik-Xochplatte 
im Schnitt . 

Die in der Zeichnung dar^estellte Kochplatte 1 besteht aus 
einer das Kochgeschirr tragenden Gl askeramik-Platte 2, einer 
deren Unterseite 3 zugeordneten geerdeten metallischen 
Schicht 4, eine die Metallschicht 4- abdeckenden keramischen 
Isolierschicht 5 und einen gegen die Unterseite der Isolier- 
schicht 5 gedxiickten elektrischen Heizelement 6. Das Heiz- 
element 6 kann gestanzt, aufgedampft Oder im Sprit sverfahren 
hergestellt sein. 

Die metaHlische Schicht '+ an bzw. auf der Unterseite 3 der 
Glaskerair.ik-Platte 2 wird dort zwecks Anpassung der ther- 
mischen Spannung zwischen der Glaskeramik-Platte und der 
Isolierschicht 5 durch ein Aufdampf- oder Sprit zverfahren 
aufgebracht. Dabei ist es von besocderem Vorteil einen 
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solcher. Werkatoff fur die metailische Schicht 4 2U wain en 
dessen War^eausdehnungskoeff izient <*€ gleich oder 2umillde ; t 
grower ais der Warmeausdehnungskoef f izient der Isolier- 
schxcht 5 ist. Auf diese Weise wird erreicht, daB die Iso- 
lierschicht 5 in der kritischen Abkiihlphase mite- Druck- 
einwxrkung gesetzt wird. Da solche Isolierschichten be- 
kanntlich gegeniiber Druckbeansprucimngen wesentlich bestaa- 
dxger als gegeniiber Zugbeanspruchungen sind, wird durch di- 
se MaBnahme deren Haltbarkeit wesentlich erhoht. Durch d* - 
Erdung der metallischen Schicht 4 ist zur JSrfullur- de- 
VDE-Forderungen hinsichtlich des Ab ie it straws und = de~ Hoch- 
spannungsfestigkeit nur eine auSerst diinne Isolierschicht 5 
erforderlich. Das Aufbringen einer diinnen Isolierschicht 
berextet zudem auch weniger Schwierigkeiten. Die Dicke de~ 
Isolierschicht 5 muB aber immer noch so bemessen sein, daB 
durch diese jeder S P annungsdurchschla K verhindert wird. Auch 
die Isolierschicht 5 kann auf der metallischen Schicht 4 
zwecks Erzielung einer guten Dichte und Haftung in bekann- 
ter Wexse durch Aufdampfen oder Aufspritzen aufgebracht 

werderio 
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